平成２９年２月２１日

大分県ＬＳＩクラスター形成推進会議
会員企業の皆様へ
グローバルイノベーション部会
部会長　樋口　嘉
「パッケージングセミナー」開催のご案内
大分県ＬＳＩクラスター形成推進会議では、会員企業の皆様を対象にしましたセミナーを下記のとおり開催します。
半導体は以前から産業の米といわれ、殆どの機器で利用されて今日までに至っています。
ＩｏＴセンサー、ネットワーク、モバイルなどにも広く利用されていますがアプリケーションの広がりと共に実装の方法、パッケージングの革新はとどまるところを知りません。
今回はその事を再確認していただく為に最新のパッケージングトレンドを現場、技術者の方々を対象に下記のセミナーを開催いたします。
セミナータイトル：

「５Ｇモバイル時代に向けて要求されるパッケージテクノロジー」

狙い：

５Ｇモバイル時代におけるＩｏＴセンサー、ＡＤＡＳ（先進運転支援システム）、モバイル、基地局、ネットワーク、データセンターサーバー、スーパーコンピュータを代表的なアプリケーションシステムとして捉え、それぞれの性能及びフォームファクターのトレンドを示す。そしてその実現を担う先端パッケージテクノロジーの開発状況及びそのロードマップに対して挑戦課題を明確にする。

ロードマップ実現に向けての挑戦課題を理解する事で、参加企業様における開発内容の妥当性の判断、あるいは今後の開発テーマを検討する際のヒントになれる事を目指します。

参加を希望される場合は、添付の参加申込書に必要事項を記載の上、本メールあてご返信または
ＦＡＸいただきますようお願い申し上げます。
【日時】  平成２９年３月２１日（火） 
１４：３０～１６：３０（質疑・応答を含みます）
【場所】  大分県産業科学技術センター　２Ｆ　第一研修室
〒870-1117　大分市高江西1-4361-10
【講師】
株式会社ＳＢＲテクノロジー 代表取締役　西尾　俊彦氏
【参加対象者】
ＬＳＩクラスター会員企業の方
【交流会】セミナー終了後に大分市内で講師を囲んで交流会を開催いたします。

交流会参加の方は、4,000円程度ご負担いただきます。

交流会会場・会費は、別途ご参加者の方へお知らせいたします。

【申込〆切】３月１４日（火）
【問い合わせ先／申込先】
大分県LSIクラスター形成推進会議 事務局　　担当：秋本／辛島
（大分県産業科学技術センター内）
〒870-1117 大分市高江西 1-4361-10　TEL/FAX: 097-596-7179
e-mail: oita-lsi@columbus.or.jp
ホームページ: http://www.oita-lsi.jp/

別紙１
講師紹介

西尾俊彦 （Toshihiko Nishio）
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 – 半導体パッケージテクノロジーのエキスパート – 
略歴
– 1988年より：日本IBM(株)半導体研究所（野洲）にてビルドアップ基板とフリップチップの開発
※オーガニック基板上のフリップチップ構造の応力状況に関する理論を確立
– 1993年より: 先端実装技術アプリケーション開発
※世界最先端性能（当時）のウエアラブルグラスなどのパッケージ開発を統括
– 2003年より: IBM Distinguished Engineer (技術理事)
※IBMが新事業として開始した技術コンサルティングサービスのパッケージ部門を統括
– 2011年より: STATSChipPAC Ltd.
– 2013年より: 同日本法人代表
– 2014年11月: 個人事業としてSBR Technology開始
– 2016年1月：株式会社 SBRテクノロジー 設立
別紙２
大分県ＬＳＩクラスター形成推進会議 事務局　行
FAX
097-596-7179　（ＦＡＸの場合、送付状は不要です）
E-mail 
oita-lsi@columbus.or.jp　

（電子メールの場合、件名を「パッケージングセミナー参加申し込み」としてください）
「パッケージングセミナー」（３月２１日）　参加申込書
	企業・機関名
	電話番号
	ＦＡＸ番号

	
	
	


	
	参加者氏名
	部署名・役職
	交流会

( ○ 又は × )

	１
	
	
	

	
	メールアドレス：
	

	２
	
	
	

	
	メールアドレス：
	

	3
	
	
	

	
	メールアドレス：
	


· 交流会参加の方は、4,000円程度ご負担いただきます。

交流会会場・会費は、別途ご参加者の方へお知らせいたします。

※申込〆切　３月１４日（火）まで

必要事項をご記入の上、本紙をＦＡＸまたは電子メールにて返送してください。
